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TENTTI 4.3.2002
Kirjallisuuden kaytt6 kielletty

1. Kerro lyhyesti mit4 seuraavilla termeilld tarkoitetaan ja maholliset
sovellutuskohteet (yht. 6 p):
a) COB
b) MCM
¢) BGA
2. CSP-tekniikka? (6 p)
3. Anisotrooppisesti sahkodjohtavien liimojen kayttd flip chip -liittimisessé. (6 p)
4. Limmonhallinta elektroniikkakokoonpanossa. (6 p)

5. Miti vaatimuksia optoelektroniikka asettaa elektroniikan pakkaukselle? (6 p)



